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Fur den Einbau elnes integrierten Schaltkreises (40) in eine 
Leiterplatte (10) mitanschlufcinkompatiblem Lotsockel (1) ist 
eine Adapterplatine (30) vorgesehen, die auf den Lotsockel 
(12) der Leiterplatte (10) passende Randkontaktierungen (32) 
sowie einen Lotplatz (36) fur den integrierten Schaltkrels (40) 
aufweist. Die Randkontaktierungen (32) sind uber den Pla- 
tinenrand (33) hlnweg mit auf beiden Breitserten der Adap- 
terplatine (30) angeordneten Kontaktstreifen (34) verbun- 
den. Welter weisen die Randkontaktierungen (32) eine rand- 
offene konkave Kontur auf, die eine genaue Ausrichtung der 
Adapterplatine (30) auf dem Ldtsockel (12) gewahrleistet 
Um die Herstellung zu vereinfachen, konnen mehrere 
gleichartige Adapterplatinen (30) auf elner Nutzenplatine 
(48) so angeordnet warden, daB sie duroh Aufschneiden 
geschlossener Durchkontaktierungen (51) unter Erzeugung 
dnr Randkoiwiiktioiunflan (32) mts dtosor horniislronnbnr 
sind. Die erfindungsgemaBe Adapterplatine (30) wird vor 
allem zu Speichererweiterungen in kompakten Taschen- 
rechnern eingesetzt. 
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Fig. 1 
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1. Vorrichtung zum AnschlieBen mindestens eines 
integrierten Schaltkreises, insbesondere eines Spei- 
cherchips an einen anschlufiinkompatiblen L6tsok- 
kel einer Leiterplatte, gekennzeichnet durch eine 
Adapterplatine (30), die auf den Lotsockel (12) der 
Leiterplatte (10) passende und mit diesem durch 
Lfltverbindungen unmittelbar verbindbare Rand- 



11. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, daB der integrierte 
Schaltkreis (40) eine oberfiachenmontierbare Ge- 
hauseform besitzt 

Beschreibung 



Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zum An- 
schlieBen mindestens eines integrierten Schaltkreises an 
kontaktierungen, eine fur die AnschluBfahnen (42) to einen anschlufiinkompatiblen Lotsockel einer Leiter- 
des als Flachpackung ausgebildeten integrierten plane. Sie ist insbesondere fur die DurchfOhrung von 
Schaltkreises (40) bestimmten Lotplatz (36), sowie Speichererweiterungen durch Auswechseln von Spei- 
die Lotfelder (38) des Lotplatzes (36) mit den Rand- cherchips (RAMs) auf Computer-Platinen bestimmt. 
kontaktierungen (32) verbindende Leiterbahnen Die rasche Entwicklung der elektronischen Speicher- 
(46) aufweist, wobei die Randkontaktierungen (32) 15 technik zu immer groBeren Kapazitaten fiihrt dazu, daB 
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erne randoffene konkave Kontur aufweisen und 
uber den Platinenrand (33) hinweg mit auf den bei- 
den Breitseiten der Adapterplatine (30) angeordne- 
ten Kontaktstreifen (32) verbunden sind. 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Adapterplatine (30) mit bestimm- 
ten Lotfeldern (38) des Lotplatzes (36) verbundene 
Ldtaugen (44) fur den AnschiuB externer Schaltele- 
mente (45) an den integrierten Schaltkreis (40) auf- 
weist. 

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Randkontaktierungen (32), 
die Kontaktstreifen (34), die Lotfelder (38) und ge- 
gebenenfalls die LOtaugen (44) der Adapterplatine 
(30) vorverzint sind. 

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Randkontaktie- 
rungen (32) durch Aufschneiden von randgeschlos- 
senen Durchkontaktierungen (51) gebildet sind. 

5. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 4, 35 
dadurch gekennzeichnet, daB die isolierenden Zwi- 
schenraume (39) zwischen den Lotfeldern (38) des 
Lotplatzes (36) kieiner als die Breite der AnschluB- 
fahnen (42) der anzulotenden Flachpackung (40) 
sind. 

6. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeichnet,daB die Ldtfelder (38) des 
Lotplatzes (36) breiter als die zwischen ihnen gebil- 
deten isolierenden Zwischenraume(39) sind. 
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Computer und programmierbare Taschenrechner in re- 
lativ kurzen Zeitabstanden vor allem hinsichtiich der zur 
VerfUgung stehenden Speicherkapazitat veralten und 
durch neue Modelle ersetzt werden. Da dies oft auch mit 
einer Anderung des Betriebssystems einhergeht, muB 
bei einem Modellwechsel fast immer auch die Software 
geandert werden, was einen hohen Arbeits- und Ko« 
stenaufwand erfordern kann. 

Dieses Problem entfallt, wenn die Moglichkeit zu ei- 
ner Speichererweiterung besteht. Wenn dazu aber die 
neuen Speicherbausteine mit den zu ersetzenden nicht 
anschluBkompatibel sind, kann es beim Austausch zu 
Schwierigkeiten kommen. Dies gilt insbesondere filr 
kompakte Kleinrechner und Taschenrechner, in denen 
wenig Platz fur die Unterbringung der Erweiterungs- 
bausteine zur VerfUgung steht. 

Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine 
Vorrichtung der eingangs angegebenen Art zu schaffen, 
mit der auch bei kompakten Rechnern ohne groBen 
Platzbedarf und Arbeitsaufwand das AnschlieBen von 
Erweiterungsbausteinen moglich ist. 

Zur Losung dieser Aufgabe wird die im Anspruch 1 
angegebene Merkmalskombination vorgeschlagen. 
Weitere vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbil- 
dungen der Erfindung ergeben sich aus den Unteran- 
spriichen. 

Die erfinderische Losung macht von dem Gedanken 
gebraucb, daB die an sich fehlende AnschluBkompatibi- 
lit&t zwischen einem neuen Speicherbaustein und dem 



7. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 6, 45 vorbereiteten Lotsockel auf der Leiterplatte durch die 



dadurch gekennzeichnet, daB mehrere gleichartige 
Adapterplatinen (30) auf einer Nutzenplatine (48) 
angeordnet und durch Aufschneiden der randge- 
schlossenen Durchkontaktierungen (51) aus dieser 
heraustrennbar sind. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Adapterplatinen (30) auf der Nut- 
zenplatine (48) mindestens an zwei einander gegen- 
aberliegenden Randern durch Randperforationen 
(50) voneinander getrennt sind, daB die Randkon- 
taktierungen (32) Bestandteil der Randperforatio- 
nen (50) sind, und daB die Randperforationen (50) 
unter Abtrennen der einzelnen Adapterplatinen 
(30)durchtrennbar sind. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Randperforationen (50) an den 
Enden der Randkontaktierungen (32) eine perfora- 
tionsfreie Lucke (52) aufweisen. 

10. Vorrichtung nach einem der AnsprQche 1 bis 9, 



Verwendung einer geeigneten Adapterplatine herge- 
stelk werden kann. ErfindungsgemaB weist die Adapter- 
platine durchgehende Randkontaktierungen auf, die auf 
den vorhandenen Lotsockel der Leiterplatte passen und 
50 mit diesem durch Lotverbindungen verbindbar sind. 
Weiter enthalt die erfindungsgemifie Adapterplatine ei- 
nen mit den AnschluBfahnen des als Flachpackung aus- 
gebildeten integrierten Schaltkreises kompatiblen Ldt- 
platz, dessen Ldtfelder in geeigneter Weise mit den 
55 Randkontaktierungen verbunden sind. Um eine exakte 
Ausrichtung der Adapterplatine auf dem Ldtsockel zu 
ermoglichen, weisen die Randkontaktierungen eine 
randoffene konkave KLontur auf. Weiter sind sie Qber 
den Platinenrand hinweg mit auf den beiden Breitseiten 
60 der Adapterplatine angeordneten Kontaktstreifen ver- 
bunden, die gewahrleisten, daB die Adapterplatine zu- 
verlassig auf dem Lotsockel angeldtet werden kann. Be- 
stimmte Lotfelder des Lotplatzes sind Uber Leiterbah- 
nen mit Ldtaugen verbunden, Uber die zusatzliche, die 



dadurch gekennzeichnet, daB die Adapterplatine 65 Erweiterungsschaltung bildende Schaltelemente an dem 
ttm di*» Niit7Minlatinft (4*\ eine Wandstarke Sneicherbaustein anschlieBbar sind. 



zenplatine angeordnet werden, die durch Aufschneiden AnschluBfahnen in die Zwischenraume 39 eindringen 
von randgeschlossenen Durchkontaktierungen unter und sichdortverhaken konnen. 
Erzeugunf der randoffenen Randkontaktierungen aus Da die Adapterplatinen 30 re a ™ 
dicser heraustrennbar sind. GemaB einer bevorzugten gen aufweisen, konnen be der "^^^ "™™ B 
Ausgeslaltung der Erfindung sind die Adapterplatinen 5 Adapterplatinen auf einer Nutzenpiatine :48 ^amrn^ 
auf der Nutzenpiatine auf mindestens zwei einander ge- gefaBt werden. Die Adapterplatinen 30 sind auf der 
genQberliegendert Seiten durch Randperforationen von- Nutzenpiatine 48 durch Randpe rforationen 50 vonein- 
einander getrennt, wobei die Randkontaktierungen Be- ander getrennt, so daB die emzelnen Adapterplatinen 30 
standteile der Randperforationen bilden. durch einfaches Durchschneiden oder^nzen tm Be- 

Jm folgenden wird die Erfindung anhand der in der 10 reich der Randperforationen yon der Nu ^P^™ « 
Zeichmmg in schematischer Weise dargestellten Aus- abgetrennt werden konnen. Em Teil d « 
fuhrungsbeispieie naher erlautert Es zeigen rationen 50 bildenden Bohrungen ? ind * S J?^ 

Fig. 1 einen Ausschnitt aus einer Leiterplatte eines tierungen 51 ausgebildet, die beim Durchtrennen die 
EinpL nen^Computers mit aufgesetzter Adapterplati- Randkontaktierungen 32 Rbr den AnschluB an den Lot- 
wnpiauneii ^vmpui e soc kel 12 bilden. Urn AnschluBfehler zu vermeiden, sind 

Fig. 2 einen Ausschnitt aus einer mehrere Adapter- die Durchkontaktierungen 51 an jhren Enden innerhalb 
Dlat nen enthaitenden Nutzenpiatine. der Randperforation 50 durch bohrungsfreie Liicken 52 

WlSSe dargestellte Leiterplat- markiert Die Wandstpke des Plat nenmaterials wird 
te to e?ne S ^ Einpiatinen-Computers enthalt u.a. zwei als zweckmaBigsogewahltdaB es mil .emer scharfen Sche- 
ntegr^S SchTltkreise ausgebildete Mikroprozessoren 20 re zerschnitten werden kann. Dies funktiomert be; emer 
Tn^^JL eine 8 n Lotsockel 12zur Aufnah- Wandstarke von weniger als ^."^-^g^ « 
me eines Speicherchips (RAM). Zur Bildung einer Spei- bis W mm, wobei die ^^^Z^^^ 
chererweiterung wurde bei dem gezeigten AusfOh- den Scherenschmtt d cnen. Die » ™*!SSao 
rungsbeispiel dtr ursprtinglich vorhandene RAM-Bau- starkehat ^l^^^ZtZ^^ 
stein ausgelotet und durch einen Speicherchip 40 mit 25 auf den Lotsockel 12 als vorteiihaft erwiesen. 
grOBerer Speicherkapazitat ersetzt. Da der neue Spei- 
cherchip 40 mit dem Lotsockel 12 nicht anschluBkompa- 
tibel ist, wurde der Chip 40 auf den Lotplatz 36 einer 
Adapterplatine 30 gelotet, die ihrerseits mit ihren Rand- 
kontaktierungen 32 an die Ldtfelder 14 des Lotsockels 30 
12 angeldtet ist. Durch entsprechende Verdrahtung der 
Leiterbahnen 46 auf der Adapterplatine 30 wird die feh- 
lende AnschluBkompatibilitat hergestellt Der Speicher- 
chip 40 weist gegenttber dem Lotsockel 12 einige Ober- 
zahlige AdreBanschliisse auf, die Ober entsprechende 35 
Leiterbahnen 46 innerhalb der Adapterplatine 30 mit 
den Lotaugen 44 verbunden sind. An diese Lotaugen 44 
konnen Schaltdrahte 45 angelotet werden, uber die mit 
Hiife mechanischer oder elektronischer Schalter die 
verschiedenen AdreBbereiche des Speicherchips 40 an- 40 

sprechbar sind. 

Die Randkontaktierungen 32 verbinden die auf den 
Breitseiten der Adapterplatine 30 angeordneten Kon- 
taktstreifen 34 ttber den Platinenrand hinweg. Sie wei- 

sen eine konkave halbkreisf6rmige fContur auf und er- 45 
mdgiichen dadurch eine sehr genaue Ausrichtung der 
Adapterplatine 30 auf den Ldtfeldern 14 des Ldtsockels 
12 der Leiterplatte 10. Um die Ldtvorgange zu erleich- 
tern und gegebenenfalls sogar automatisieren zu kdn- 
nen, sind die Randkontaktierungen 32, die Kontaktstrei- 50 
fen 34 und die Ldtf elder 38 des Ldtplatzes 36 der Adap- 
terplatine 30 zweckmSBig vorverztnnt Entsprechendes 
gilt auch ffir die Lotaugen 44. 

Fiir den Speicherchip 40 kommen vor allem oberfla- 
chenmontierbare GehSuseformen mit nach auBen oder 55 
innen gebogenen AnschluBbeinchen, wie SO-Gehause 
(Small-Outline), SMD-Gehause (Surface Mount Device) 
oder PLCC-Gehause (Plastic Leaded Chip Carrier), in 
Betracht 

Die isolierenden Zwischenraume 39 zwischen den eo 
Ldtfeldern 38 des Ldtplatzes 36 sind kleiner ate die Brei- 
te der AnschluBfahnen der den Speicherchip 40 bilden- 
den Flachpackung. ZweckmaBig sind die Zwischenrau- 
me 39 auch schmaier als die Ldtfelder selbst Dadurch 
wird erreicht. daB der Speicherchip 40 ohne Schwieng- 65 
keiten auf den vorverzinnten und dadurch von der 
Adapterplatte etwas abstehenden Ldtfeldern 38 des 
Ldtplatzes 36 positioniert werden kann, ohne daB die 



